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【緒言】REBa2Cu3Oy（REBCO）線材の電力機器応用には線材を長尺化させる接続技術が必要であり、

低抵抗接続が求められている。これまでに、線材の超伝導層同士を直接接続させる手法による接続が

実現しているが[1]、現象の理解や技術の発展には、様々な手法の研究開発が有用である。我々は

REBCO 線材上に追加堆積膜を作製し、それらを対向させて熱処理する手法により追加膜を結晶化し

て接続体を作製している[2]。本研究では、接続界面の微細組織を観察し、本法の課題を検討した。 

【実験方法】GdBCO線材上にパルスレーザー蒸着法にて Gd、 Ba、Cuの酸化物からなる追加堆積膜

を作製し、それらを対向させて 10 MPaで加圧しながら 1093 Kで結晶化し、接続体を得た。得られた

試料の断面組織を Transmission electron microscope (TEM)にて観察した。 

【結果と考察】Fig. 1に接続体の接続界面部分の断面像を示す。(a)の TEM像からは、界面部分で平面

方向に数百 nm程度の空隙が観察されたが、析出物は観察されず、ほぼ全域にわたって密着している

ことが示された。Fig.1(a)の②および③の部分で四角に囲った領域を拡大した明視野像および暗視野像

を(b)および(c)に、また Gd、Ba、Cu、O 元素の EDX マッピング像を(d)から(g)にそれぞれ示す。(b)

および(c)において、母相とはコントラストの異なる領域が接続界面全域に数 nm程度の厚みで観察さ

れた。一方で、この領域の EDX マッピングからは元素の偏在は観察されなかった。これらのことか

ら、コントラストの異なるこの領域で歪が観察されている可能性が示された。 
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Fig.1  Cross-sectional TEM, STEM, and EDX images of joint interface. 
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